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Das Beachten folgender Punkte kann die Dienstleistungserbringung der Bestiickung
erheblich unterstutzen.

$ QRUIGHXQIHQ DQ GIH . XQGHQYRW DEHQ
+ DQGEHVWENXQJ

Bestlickungsliste und Bestickungsplan auf Papier oder als File.
(vorzugsweise immer im Fileformat)

Optional: Muster
Fileformate:

ASCI| oder Excel fur Text oder Tabellen; Gerberdaten oder PDF fir
Bestluckungszeichnung; oder Protel Design Files

$ XVRP DWMQEHVWENXQJ

Bestlickungsliste als File und Bestiickungsplan als File oder Papier.
(vorzugsweise immer im Fileformat)

Optional: Muster

Bauteilemittelpunktskoordinaten als File mit Bauteiltypbezug
(Name, X, Y, Rot., Wert, Gehauseform - Reihenfolge ist egal).

Fileformate:
ASCII oder Excel fur Text oder Tabellen; Gerberdaten oder PDF fir
Bestlickungszeichnung; oder Protel Design Files

geandert gepruft freigegeben Ausgabe

Name: Klement K. Kiesawetter Klement K. B

Datum: 03.03.03 03.03.03 03.03.03




SGS rwaanromy e

m.b.H. 9 RIDXWHWXQIHQ I+ UHOQH P RGHURH XQG _
Service Gesellschaft fiir SMD-Technik HI |.] LHOW Y-V FNGLHOWEBIMNXQ Seite 2von 7

$ Q RUEHXQI HQ DQ GDV / HWLS@WHQGHVLI Q
$@HP HOH. UWUHQ

% Bei doppelseitiger Best ckung sollte, auf der Best ckungsseite mit der geringeren
Best ckungskomplexitat, der Abstand zwischen Platinenrand und Best ckung an
den Langsseiten 2,5mm f r Platinenaufnahmen betragen.

% Kleine Platinen oder Platinen ohne Anlegekanten
e Mehrfachnutzen f r besseres Handling
e Gesamtnutzen mit Referenzmarken versehen

% BGA
e Platzierungshilfen an Gehéauseecken zur Kontrolle
e Orientierung des BGA im Layout markieren
e Einf gen von lokalen Referenzmarken

Y Kleben mit Pintransfer-Technik
e kleinste Bauform 0603
e keine schweren Bauteile f r Wellenlétung

Hinweis: Finepitch-Bauteile kleiner 0,8mm sind nicht f r Wellenlétung geeignet

$ QI RUGHXQI HQ DQ RSW/FKH 5 HHUIHQ P DUNHQ

Um eine moglichst hohe Best ckgenauigkeit zu erzielen arbeiten moderne

Best ckautomaten mit einem Korrektursystem f r die Best ckpositionen. Dazu sind
im TOP/BOT-Layer der Platine optischen Referenzmarken zu integrieren. Im
Automaten ist im festen Abstand zum Best ckwerkzeug eine Kamera montiert durch
die ermittelt wird, wo und in welcher Lage die Platine im Best ckbereich liegt.

Das Erkennen der Referenzpunkte kann automatisch durch Vergleich von
Kamerabild und abgespeichertem Referenzbild oder durch manuelles Anfahren
durch den Bediener erfolgen. Mit den so gewonnen absoluten Koordinaten der
Referenzpunkte kann die Maschine die absoluten Best ckkoordinaten neu
berechnen und gegebenenfalls korrigieren.

- HJ HODXHUGIH 5 HHHQ P DUNHQ HINDQOWZ HUEHQ GHWWR J HODXHUMWGDV
YHVWENHU HEQY
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Als optimale Form f r einen optischen Referenzpunkt hat sich untenstehendes Bild
erwiesen. Es ist eine Mischung aus manuellem Anfahren und automatischer
Erkennung: Uber das angedeutete Fadenkreuz kann die Marke leicht und sehr
genau manuell angefahren werden; durch den guten Kontrast des Kreises erfolgt
eine sehr sichere automatische Erkennung.

Abmessungen:
Stopplackfreihaltung: 3 x3mm
Pad: @ 1,4mm

Fadenkreuz: b: 0,2mm L: 0,5mm

Kleiner sollte die Marke nicht sein!

Bild 1: Foto SGS-Referenzpunkt

Zusammenfassung der Anforderungen f r optische Referenzpunkte
e guter Kontrast; durch Fadenkreuz leicht einzurichten

e 2 Referenzmarken je Best ckseite, diagonal, nach M glichkeiten unsymetrisch in
den Ecken: Drehlage, Verzehrung und richtige Best ckungsseite werden erkannt.

e L tstopplackfrei f r optimale Sch rfe

ce File mit Bauteilmittelpunktskoordinaten

e Bei Platzierungsproblemen der Referenzpunkte, kann auf das Fadenkreuz
verzichtet werden. Der Durchmesser des Pads sollte hierbei 1,27mm und die

Stopplackfreihaltung 2mm nicht unterschreiten. Nach M glichkeit sollte aber eine
der Referenzmarken vollst ndig sein.

Ausgabe: A
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0 D] P DDEP HWXQI HQ YRQ/ H\MS@WHQ
$@HP HQ

Zum heutigen Stand k nnen wir folgende Leiterplattengr R3en verarbeiten. Falls die
Abmessungen der zu best ckenden Leiterplatte(n) gr sser sein sollten, Kontaktieren

Sie uns bitte, zwecks Kl rung im Bedarfsfalle.

: HBIQ) Q@I H

max. Leiterplattenabmessungen 330 mm X 490 mm

6 FKDEGRQHQGUKFN 6 VBQGDUWAE DKP HQ

Abmessungen der Schablone m ssen 500 mm x 300 mm sein.

max. Leiterplattenabmessungen 380 mm x 280 mm
max. Abmessungen der Pads 380 mm x 250 mm

6 FKDEGRQHQGUKFN 8 QL5 DKP HQ

Abmessungen der Schablone m ssen 500 mm x 600 mm sein.

max. Abmessungen Pads und LP 380 mm x 580 mm

60" $XWRP DIMQEHVWIFNXQJ

max. Leiterplattenabmessungen eine Seite max. 380 mm
max. Best ckgr sse 380 mm x 550 mm

60' SH®ZRIHQ

max. Leiterplattenabmessungen eine Seite max. 380 mm

Ausgabe: A
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$ QI RUEHXQI HQ DQ 0 DWUDEHMMOXQI HQ

Um unn tige Kosten im Materialhandling zu vermeiden, bitten wir Sie bei
Materialbeistellungen zu beachten, dal3 es vor allem bei maschinell be- oder
verarbeiteten Bauteilen zu einem gewissen Schwund kommen kann. Um lhre
Leiterplatten trotzdem vollst ndig best cken zu k nnen, haben wir aus unseren
Erfahrungswerten eine Liste zusammengestellt, wieviel Mehrlieferungen wir von
welchen Bauteilen, in entsprechenden Verpackungen, ben tigen.

$@HP HQ

Alle weniger kostenintensive Bauteile sollten in reichlicher St ckzahl angeliefert
werden.

Kostenintensive Bauteile k nnen bei Musterst ckzahlen genau angeliefert werden,
m ssen aber im Serieneinsatz nach Absprache berliefert werden.

Alte, d.h. berlagerte Bauteile lassen sich schlecht | ten und verursachen dadurch
einen h heren Aufwand und haben trotzdem ein sehr hohes Fehlerpotential.

. RQYHQUWRQH! Y4-MVWFNXQJ

* H) XUMMV 0 DIMUDO ca. 5% min. 10 Stk. max. 500 Stk.
/ RvHV 0 DWUDCORGHUG6 WWQI HQZ DLH | ca. 2% min. 3 Stk. max. 50 Stk.

60" +DQGEHVWENXQJ

7 DSHP DWUDO ca. 5% min. 20 Stk. max. 500 Stk.
6 QI HQZ DIH ca. 2%, min. 3 Stk. max. 50 Stk.
7WD\ EHKI MU min. 1 Stk. max. 3 Stk.
/ RVHV 0 DWUDO ca. 10% min. 20 Stk. max. 500 Stk.

60" $XVRP DWQEHVWIFNXQJ

7DSHP DWMUDO ca. 5% min. 50 Stk. max. 500 Stk.
6 \WQJ HQYZ DUIH ca. 2% min. 10 Stk. max. 100 Stk.
7W\ EHKI MU 0,5% min. 1 Stk. max. 20 Stk.
Hinweise zu:

7DSHP DMUDO Am Tapeanfang m ssen ca. 10 cm Vorlauf zum Einf deln in den
Feeder zur Verf gung stehen).

Ausgabe: A
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/ RVHV 0 DIMUDO f r Automatenbest ckung nicht geeignet

7WD\ EHKI OMU

$FKWQJ: Vakuumverpackungen bitte unge ffnet an uns weitergeben, da sonst die
darin enthaltenen Bauteile vor dem Best cken bis zu 24 Stunden getempert werden
m ssen. Sollte dieser zus tzliche Fertigungsschritt aus terminlichen oder anderen
Gr nden nicht m glich sein, k nnten die Bauteile w hrend des Reflowprozesses
Schaden nehmen, f r den wir dann keine Garantie bernehmen.

6 VWQGCDUNVFKDE®RQH
Lochbild f r eine SMD-Schablone mit den Abmessungen 500 mm x 300 mm siehe
n chste Seite.

8 QVFKDEGRQH

kein besonderes Lochbild erforderlich. Abmessungen 500 x 600 mm
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